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スパークル フラックス SPK-3400

Sparkle Flux SPK-3400

NEP14-13

ダレにくく、酸化除去効果が高く炉の汚れを抑制

● ウエハー表面でダレにくいため、炉の汚れを低減
● 低揮発フラックスのため、効果的な酸化膜除去が可能
● 高温リフロー後も水洗浄に優れたハロゲンフリーフラックス

● 均一な球状バンプを形成、水洗浄でフラックス残渣を容易に除去

● 優れたフュージング性を示すSPK-3400 ● 低揮発性のため、ダレが無く、酸化膜除去効果が高い

● ウエハー上で高い粘度と高い表面張力を示す

● 良好な洗浄性は、バンプやウエハー表面にフラックスの残渣がない

N2リフローを使用

ウエハー

他社製品 SPK-3400

銅板上でのダレ性比較

バンプ接合 
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殆ど揮発せず 
良好な洗浄性と
酸化膜除去性を示す フラックス めっき 
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バンプ表面にフラックス残渣

他社製品 A

ウエハー表面にフラックス残渣

他社製品 B

SPK-3400は、フラックス残渣がない

SPK-3400
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耐熱疲労性と耐落下衝撃性を両立
Simultaneously realize high thermal fatigue resistance and drop impact reliability

High reliability solder ball M770

● 析出強化制御と界面反応制御技術で、相反する要求課題を解決
● あらゆる表面処理材料（Cu,Ni,Au)との相性に優れる
● モバイル機器のスマホや、車載用ボール実装に最適

● 各材料の組織● Cu-OSP基板での評価

高信頼性 ソルダ ボール  M770

JPCA13-02

● 目的や用途に応じて材料を選択

界面組織 表面組織
Ni

Ni

M60

M61

※M705を基準に、相対的に評価した結果を示す

耐熱疲労特性重視　　；M60
耐落下衝撃特性重視　；M61
バランスよく両特性を満たす；M770

M770

Ni

M60 M61 M770

耐落下衝撃性

耐熱疲労性

× ◎ ◎
◎ × ○

● 電解Ni/Auめっき基板での評価
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